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���������	
PWM�
�モード・コントローラ

NCP1337

NCP1337は、�の��モード���と��	
�を�み�
わせることによって、どのような��やラインの	�でも�
�な
�(��)��モードと��ドレイン��のスイッチン
グ(���� !)を"します。トランスのコア・リセット
	
は、)�*+を,�せずに、Soxylessの-.に/づいて
0�で1�されます。234は0�で130�kHzに5�されてお
り、コントローラが、150�kHzというCISPR-22のEMI�75
�を89って !することを�ぎます。
コントローラは:�ピンの !をモニタし、�>��が?
@に�AされたレベルよりもDEするとFGにスキップ・モ
ードに��します。J9のK� は0�されたSoft−Skip�L
�によってソフトOされており、234が25 kHzをE9るこ
とはないため、P���は� しません。
また、NCP1337はQR!な""9#をSえており、$��
	�が� したT�、
>パルスをディセーブルしてY�な
バースト・モードに��し、K� を%みます。&[が\り
'かれると、デバイスは( !に9]します。また、バルク
��モニタL�(ブラウンアウト""として)られる)、�`
P�な$�>*a、およびVCC OVPをb�しています。
これらのどの	�が� したT�でも、フォールト・タイマ
がタイムアウトしない�り、コントローラはFGにK� し
ます。さらに、4.0 msのソフトスタートL�を0�している
ため、fgのような� hのストレスは� しません。

��

•+(+� 
�(��)モード���� !
•+��モード
•+スタンバイ�の��スイッチング234で !するSoft-Skip
モード

•+*i��から,-した( リカバリL�kき./""
•+$��""
•+ブラウンアウト""
•+)�� P�な2つのフォールト・コンパレータ

(1つはディセーブルL��、もう1つはl0!ラッチオフ�)
•+4.0�msのソフトスタートL�0�
•+ピーク500�mAのシンク��1 �>
•+�o234130�kHz 

•+リーディング・エッジ・ブランキングL�0�
•+rsシャットダウンL�0�
•+オプトカプラ2vv0
•+12�V(オン)と10�V(オフ)のレベルをlつ !(w�>x3L�
•+$y4z�とAC4z�のSPICEモデルが{�P�
• 5フリー・デバイス
���アプリケーション

•+ノートブックPCなどのAC-DCアダプタ
•+オフライン・バッテリ~��
•+����O6�

(DVDプレーヤ、セットトップ・ボックス、TVなど)
•+*i��(USB、�O6�、TVなど)

PIN CONNECTIONS

Device Package Shipping†

ORDERING INFORMATION

MARKING DIAGRAM

A = Assembly Location
L = Wafer Lot
Y = Year
W = Work Week
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PIN FUNCTION DESCRIPTION

Pin No. Symbol Function Description

1 BO Brown−out and external
triggering

• By connecting this pin to the input voltage through a resistor divider, the
controller ensures operation at a safe mains level, thanks to a 500 mV
brown−out comparator.

• If an external event brings this pin above 3.0 V, the controller’s output is
disabled.

• If an external event brings this pin above 5.0 V, the controller is
permanently latched−off.

2 FB Sets the peak current
setpoint

• By connecting an optocoupler or an auxiliary winding to this pin, the peak
current setpoint is adjusted accordingly to the output power demand.

• When the requested peak current setpoint is below the internal standby
level, the device enters Soft−Skip mode.

3 CS Current sense input and
overpower compensation
adjustment

• This pin senses the primary current and routes it to the internal comparator
via an L.E.B.

• Inserting a resistor in series with the pin allows to control the overpower
compensation level.

4 GND IC ground

5 DRV Output driver • To be connected to an external MOSFET.

6 VCC IC supply • Connected to a tank capacitor (and possibly an auxiliary winding).

• When VCC reaches 18.6 V, an internal OVP stops the output pulses.

8 HV High−voltage pin • Connected to the high−voltage rail, this pin injects a constant current into
the VCC bulk capacitor and ensures a clean lossless startup sequence.

1 8
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NCP1337

Rcomp

BO

Cbulk

VCC

VCC

VOUT

Figure 1. Typical Application Schematic

+
+

+
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Figure 2. Internal Circuit Architecture

+

GND

BO

5 V

+
-

+
3 V

DISABLE

10 �A

Vdd

+
-

BOK
7.5 �s min

period

SStart

Ton

Clk

D

R1
R2

Q

Q

S

Soxyless
demag

detection
DRV

Startup

S Q

R

VCC < 4 V

PERM. LATCH

Vdd

TSDTSD

Soxyless

8 �s
timeout

35 �s
max Toff

5.5 �s
blankingToff

VCC

Soxyless

VBO

+
500 mV

OVP

+
-

SSkip

Skip

Setpoint

+
-

+
-

20 kHz
Low−pass

filter

Vdd
FB

3 V

500 mV
FAULT

if Zener
activated

Vdd

Ton

VBO
70 �A x VBO − 35 �A

CS

2 p
4 k

350 ns
LEB

CS
comp.

300 �s

Soft−Skip�
SSkip

4 ms
soft−start

SStart

PERM.
LATCH

67 �s
max Ton

FAULT
Management*

FAULT

(*If FAULT duration > 80 ms = > STOP
Restart when 2nd time VCC = VCCon)

TSD

Inhib
Toff

Ton

+

-
+

12 V
10 V
5 V

HV

9.5 mA or
600 �A

VCC

+

-

+

OVP

18.6 V

100 mV
130 mV

+
Ton

http://www.onsemi.jp/


NCP1337

www.onsemi.jp
4

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Value Unit

Voltage on Pin 8 (HV) when Pin 6 (VCC) is Decoupled to Ground with 10 �F VHV −0.3 to 500 V

Maximum Current in Pin 8 (HV) − 20 mA

Power Supply Voltage, Pin 6 (VCC) and Pin 5 (DRV) VCCmax −0.3 to 20 V

Maximum Current in Pin 6 (VCC) − ±30 mA

Maximum VCC Slew Rate (dV/dt) dVCC/dt 9.0 V/ms

Maximum Voltage on all Pins except Pin 8 (HV), Pin 6 (VCC) and Pin 5 (DRV) − −0.3 to 10 V

Maximum Current into all Pins except Pin 8 (HV), Pin 6 (VCC) and Pin 5 (DRV) − ±10 mA

Maximum Current into Pin 6 (DRV) during ON Time and TBLANK − ±1.0 A

Maximum Current into Pin 6 (DRV) after TBLANK during OFF Time − ±15 mA

Thermal Resistance, Junction−to−Case R�JC 57 °C/W

Thermal Resistance, Junction−to−Air, SOIC Version R�JA 178 °C/W

Thermal Resistance, Junction−to−Air, DIP Version R�JA 100 °C/W

Maximum Junction Temperature TJMAX 150 °C

Operating Temperature Range − −40 to +125 °C

Storage Temperature Range − −60 to +150 °C

ESD Capability, HBM Model per JESD22, Method A114E (All Pins except HV) − 2.0 kV

ESD Capability, Machine Model per JESD22, Method A115A − 200 V

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(���) 
����を�えるストレスは、デバイスにダメージを�える���があります。これらの��#を�えた%&は、デバイスの�	�を'な
い、ダメージが
じ、+��に,�を-ぼす���があります。

1. This device contains latchup protection and exceeds 100 mA per JEDEC standard JESD78.

http://www.onsemi.jp/
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
(For typical values TJ = 25°C, for min/max values TJ = 0°C to +125°C, Max TJ = 150°C, VCC = 11 V, unless otherwise noted.)

Characteristic Pin Symbol Min Typ Max Unit

SUPPLY SECTION

VCC Increasing Level at which the Controller Starts 6 VCCON 11 12 13 V

VCC Decreasing Level at which the Controller Stops 6 VCCMIN 9.0 10 11 V

Protection Mode is Activated if VCC reaches this Level whereas the HV
Current Source is ON

6 VCCOFF − 9.0 − V

VCC Decreasing Level at which the Latch−Off Phase Ends 6 VCCLATCH 3.6 5.0 6.0 V

Margin between VCC Level at which Latch Fault is Released and
VCCLATCH

− VMARGIN 0.3 − − V

VCC Increasing Level at which the Controller Enters Protection Mode 6 VCCOVP 17.6 18.6 19.6 V

VCC Level below which HV Current Source is Reduced 6 VCCINHIB − 1.5 − V

Internal IC Consumption, No Output Load on Pin 5, FSW = 60 kHz 6 ICC1 − 1.2 − mA

Internal IC Consumption, 1.0 nF Output Load on Pin 5, FSW = 60 kHz 6 ICC2 − 2.0 − mA

Internal IC Consumption, Latch−Off Phase, VCC = 8.0 V 6 ICC3 − 600 − �A

Internal IC Consumption in Skip 6 ICCLOW − 600 − �A

INTERNAL STARTUP CURRENT SOURCE

Minimum Guaranteed Startup Voltage on HV Pin 8 VHVmin − − 55 V

High−Voltage Current Source when VCC > VCCINHIB
(VCC = 10.5 V, VHV = 60 V)

8 IC1 5.5 9.5 15 mA

High−Voltage Current Source when VCC < VCCINHIB
(VCC = 0 V, VHV = 60 V)

8 IC2 0.3 0.6 1.1 mA

Leakage Current Flowing when the HV Current Source is OFF
(VCC = 17 V, VHV = 500 V)

8 IHVLeak − − 90 �A

DRIVE OUTPUT

Output Voltage Rise−Time @ CL = 1.0 nF, 10−90% of Output Signal 5 TR − 50 − ns

Output Voltage Fall−Time @ CL = 1.0 nF, 10−90% of Output Signal 5 TF − 20 − ns

Source Resistance 5 ROH − 20 − �

Sink Resistance 5 ROL − 8.0 − �

TEMPERATURE SHUTDOWN

Temperature Shutdown − TSD 130 − − °C

Hysteresis on Temperature Shutdown − − − 30 − °C

CURRENT COMPARATOR

Maximum Internal Current Setpoint (@ IFB = IFB100%) 3 VCSLimit 475 500 525 mV

Minimum Internal Current Setpoint (@ IFB = IFBrippleIN) 3 VCSrippleIN − 100 − mV

Internal Current Setpoint for IFB = IFBrippleOUT 3 VCSrippleOUT − 130 − mV

Propagation Delay from Current Detection to Gate OFF State 3 TDEL − 120 150 ns

Leading Edge Blanking Duration 3 TLEB − 350 − ns

Internal Current Offset Injected on the CS Pin during ON Time
(Over Power Compensation)

@ 1.0 V on Pin 1 and Vpin3 = 0.5 V
@ 2.0 V on Pin 1 and Vpin3 = 0.5 V

3 IOPC

−
−

35
105

−
−

�A

Maximum ON Time 5 MaxTON 52 67 82 �s

http://www.onsemi.jp/
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) 
(For typical values TJ = 25°C, for min/max values TJ = 0°C to +125°C, Max TJ = 150°C, VCC = 11 V, unless otherwise noted.)

Characteristic Pin Symbol Min Typ Max Unit

FEEDBACK SECTION

FB Current under which FAULT is Detected 2 IFBopen − 40 − �A

FB Current for which Internal Setpoint is 100% 2 IFB100% − 50 − �A

FB Current above which DRV Pulses are Stopped 2 IFBrippleIN − 220 − �A

FB Current under which DRV Pulses are Reauthorized after having
reached IFBrippleIN

2 IFBrippleOUT − 205 − �A

FB Current above which FB Pin Voltage is not Regulated anymore 2 IFBregMax − 500 − �A

FB Pin Voltage when IFBopen < IFB < IFBregMax 2 VFB 2.8 3.0 3.2 V

Duration before Entering Protection Mode after FAULT Detection − TFAULT − 80 − ms

Internal Soft−Start Duration (Up to VCSLimit) − TSS − 4.0 − ms

Internal Soft−Skip Duration (Up to VCSLimit) − TSSkip − 300 − �s

BROWN−OUT AND LATCH SECTION

Brown−Out Detection Level 1 VBO 460 500 540 mV

Current Flowing out of Pin 1 when Brown−Out Comparator has Toggled 1 IBO − 10 − �A

Vpin1 Threshold that Disables the Output 1 VDISABLE 2.8 3.0 3.3 V

Vpin1 Threshold that Activates the Permanent Latch 1 VLATCH 4.75 5.0 5.25 V

DEMAGNETIZATION DETECTION BLOCK

Current Threshold for Demagnetization Detection 5 ISOXYth − 210 − �A

Max Voltage on DRV Pin During OFF Time after TBLANK
(when Sinking 15 mA)

5 VDRVlowMAX − − 1.5 V

Min Voltage on DRV Pin During OFF Time after TBLANK
(when Sourcing 15 mA)

5 VDRVlowMIN −0.6 − − V

Propagation Delay from Demag Detection to Gate ON State
(IGATE Slope of 500 A/s)

5 TDMG − 180 220 ns

Blanking Window after Gate OFF State before Detecting
Demagnetization

5 TBLANK − 5.5 − �s

Timeout on Demag Signal 5 TOUT − 8.0 − �s

Maximum OFF Time 5 MaxTOFF − 35 42 �s

Minimum Switching Period 5 MinPeriod 6.8 7.7 8.5 �s

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(���) 
/パラメータは、�3な��が�い�り、��されたテスト�6に7する�����で�しています。�なる�6;で/<=を�った
?には、�����で�している��を@られない%&があります。

http://www.onsemi.jp/
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アプリケーション!"

はじめに

NCP1337は、スイッチオフh7をピーク��の�
Aポイントで5�する��、コア・リセット	
に
よってターンオン・イベントを�7する�8!な�
�モード・アーキテクチャを19しています。Dコ
ストのAC−DCアダプタ、����O6�、*i�
�など、��4の��がとりわけ:�な�;となる
アプリケーションでは、このコンポーネントが<�
!な=�>になります。?��な?���@に/づ
いて、NCP1337は、A��に�れ*B�の?いスイ
ッチングモード��(SMPS)の��に��な、�のよ
うなL�を�Cしています。

• ������：Soxyless9#を0�することによ
って、どのような !��でもD1にバレースイ
ッチング !が�われます。そのER、スイッチ

オンによる1���およびダイオード・リカバリ
による2���は?18なくなり、EMIやビデオ
・ノイズが� する�Fも�なくなります。
また、コンバータが1�システムにとどまるた
め、:�ループの�Gが ¡になります。

• �	
����(DSS)：H?��IJ9#
(VHVIC)�@により、オンセミーのNCP1337では
、?��のDCレールを2vピンにv0できます
。 !���がコンデンサを~�するため、��

に,-したVCCレベルが£られます。このため、
D�K�>アプリケーションでは、コントローラ
に�>をx3する*i¤Lが��に¥�になりま

す。*i¤Lを��とするアプリケーション(ア
プリケーション・ノートの「�K�>」のセクシ

ョン¦M)でも、DSSによってVCCコンデンサの=
�は ¡になります。

• �����(OCP)：:���が��§をE9る
と、&[として	
されます。この&[が80 ms
¨8N0すると、NCP1337は( リカバリ・ソフ
ト・バースト・モードに��します。すべてのパ
ルスは©ªし、VCCコンデンサが«�して5.0 Vに
DEします。�に、VCCレベルをモニタしながら
� ���をオン、オフすることによってバース
ト・モードを ¬します。���が29アクティ
ブにされた、コントローラは4.0 msのソフトス
タートによってK� を%みます。&[が\り'

かれると、SMPSは !をK�します。&[がま
だ\り'かれていなければ、バースト・シーケン

スがK�します。��234クランプが�Aされ
たソフトスタートにより、./	�のトランスか
ら� するノイズのD�がP�になりました。

• �����(OVP)：NCP1337はVCCの��レベル

をN0!にモニタし、$��	�を	
したT�
にはいつでもスイッチングを©ªします。

• ブラウンアウト��(BO)：コントローラは、
�® !¯に1ピンのレベルをモニタすることに
よって、SMPSを°��のD��	�から""し
ます。1ピンのレベルが500 mVをE9ったT�、
コントローラはこの��レベルが9]するまでス

イッチングを©ªし、9]したT�はフォールト
・タイマがタイムアウトしていない�り !をK
�します。このピンと?��±>の7にv0され

た²³´µ9#を�¶することによって、�7レ
ベルと©ªレベルを�`できます。

• �� !(OPC)：0�の���から、1ピンに
·¸されている��に¹ºする��が、3ピン(CS
ピン)の)�から»±されます。この��は±>
��を¼½しているため、3ピンと2¾に²³を
v0することで、±>��のばらつきによる¿O
を*aする��センス*+にオフセットを ¬で
きます。

• "#ラッチ・トリップ・ポイント：rsセンサか
らの*+などで、1ピンのレベルを)�からÀ5
!に3.0 Vよりも?い§(ただし5.0 VÁÂ)にするこ
とで、コントローラの
>をディセーブルできま

す。この��をÀ5!に5.0 Vよりも?くすると、
コントローラはl0!にラッチオフされます。
�® !をK�するには、VCCの��を4.0 Vより
もEげる(つまり、SMPSを°��から\り)す)�
�があります。

• スタンバイ./：D��	�では、NCP1337は
Soft−Skipモードに��します。CSの�Aポイント
が�oピーク��の20%をE9ると
>パルスが
©ªされ、FBループによって�Aポイントが25%
を89るとスイッチングがK�されます。この 

!が� するのはピーク��が�さいhであり、
Soft−SkipL�がÃQになっていて、TOFFがクラン

プされるため、YÄなトランスでもノイズのない
 !が"されます。

http://www.onsemi.jp/
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タイミング+

VCC

CS
Setpoint

CS
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TIMER

80 ms

VCCON

VCCMIN

Fault

VCSstby

VCSLimit

SS

When FAULT is activated,
the 80 ms timer starts.

At startup, a 4.0 ms soft−start is activated.

If the current Setpoint is above the fault
level, FAULT flag is raised.

When the timer ends, if FAULT is not activated
anymore, the controller works normally.

Figure 3. Startup Sequence
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VCC
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VCCON

VCCMIN

Fault

VCSLimit
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VCCLATCH

Restart on 2nd cycle

When the current setpoint rises above
fault level, FAULT flag is activated.

When FAULT flag
is activated, timer
is restarted.

Overload Overload is removed here

Output pulses
are stopped.

80 ms Fault Timer Normal Startup

Figure 4. Overload
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Figure 5. Soft−Skip Mode in Standby
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Soxyless

「PのÅQの	
」は、パワーMOSFETのドレイ
ン��のばらつきのモニタに/づくものです。トラ
ンスが��に��されているT�、?いYAレベル
から、RSLとなるVINまでDEするドレイン��
の�Oは、トランスの��ÇインダクタであるLP
と、ドレインにÈÉする T�Ê(Ë  T)の7で
の��エネルギーのÍUによってÎまります。この
����により、スイッチングMOSFET�ÊにVÏ
するË コンデンサ(ゲートとドレイン7のCrss T

でÑ¬される)で����が� します。ドレイン
��の��Ò7に�の��(DRVピンから�れ
る
��)が� し、Ó¸Ò7にÔの��(DRVピンに�
れWむ��)が� します。
ドレインのPは、��のÕきが¼Xするポイント

(つまりゼロと×ØするY)にÙÚしています。この
ポイントを	
すると、®にÔしいPのÅQでター
ンオンを1�できることが"されます。

Lprim

Crss

DRV

Isoxy

Vswitch
TSWING

t

Figure 6. Soxyless Concept

パワーMOSFETのゲート��は、�のÛからÜま
ります。

Igate = Vringing/Zc(Zcは T¬´にVÏするインピ
ーダンス)
これより、

Igate = Vringing � (2 � � � Freq � Crss)

このゲート��のoきさは、MOSFET、��23
4、および?いYA��の�のÒ7にドレインで
� する���ÝによってÎまります。
デッド・タイムTSWINGは�のÛでÞえられます。

Tswing � 0.5�Fres � � * Lp * Cdrain� (eq. 1)

(ここでLPはトランスの1�Çインダクタンス、
CDRAINはMOSFETのドレインにÈÉする�G Tで

す。この Tには、スナバ・コンデンサ(ÈÉする
T�)、トランス¤LのàZ T、MOSFETのË 
 TCOSSとCRSSがáまれます。)

,-./01

1�YAO9#の19を ¡にするには、FBピン
に��を»±する(âき
すのではなく)ことが��
です。しかし、ÔDな1�YAO9#を£るには、
FBピンに·¸する��はYAOされている��があ
ります。FBピンの0�19を､Figure 8に\します。
この9#は、��/��コンバータと��レギュレ
ータのL�をE�しています。

http://www.onsemi.jp/
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FB
+

-
+

3 V

Vdd

Internal
Setpoint

20 kHz
Low−pass Filter

Figure 7. Internal Implementation of FB Pin

±>äåは、:�ループによるFBピンへの��»
±です。��の]æは、40 �A($��	
�)から
220 �A (VCSrippleINにÙÚ)までです。$y	�では､
0から400 �AH$までの��が� するP��もあり
ますが、9#はこの��にAえることができます。

FBピンの��をYAOさせるには、?ゲインとç
èéÝをlつオペアンプが��です。ただし、コン
トローラがスイッチング・ノイズにëìに¼Úする
ことを^けるために、0�で,�する:�äåはフ
ィルタí<する��があります。この_!で､20 kHz
のフィルタがシャント・レギュレータのîに`¸
されており、(リップル・モード、&[	
、または
�Aポイントの�`のための):�*+のaみWみは
それよりに�われます。

ソフト・バースト・モード(67モード)
NCP1337では､VCC��から��に,-して$��
を	
するフォールト・タイマをb�しています。
:�ループが�o�>を�Üすると、FGに&[が
	
され、0�タイマが� されます。&[が\り
'かれるとタイマはリセットされますが、&[	�
のままタイマが80 msにUすると、""モードがア
クティブになります。
この""が� すると、
>パルスは©ªされ、

DSSはbアクティブになります(HV���のターン
オン・スレッショルドはVCCMINからVCCLATCHに

�わります)。VCCはcやかにDEします(�K��
はICC3)。VCCがVCCLATCHにUすると、HV���
がオンになります。そのER、VCCはVCCONまで8
ïしますが、
>はðdとしてÀ5!にD��にな
っているのでコントローラは� しません。Kび
VCCはVCCLATCHまでDEし、ñたな� サイクル
が� します。この29_の%みで
>のòAが4
'され、NCP1337はソフトスタートをアクティブに
することによってQR!に� されます。この !
をFigure 4に\します。

89:;

NCP1337は、A��のある��の�Gをóôする
ために、�のようないくつかのY�L�をSえてい
ます。

• OVP(VCCの$��)：VCCピンが18.6 Vを89った
ときにアクティブになります。

• ブラウンアウト(バルク��のD��ロックアウ
ト)：BOピンの��が500 mVをE9ったときにア
クティブになります。

• ディセーブル()�*+によってアクティブにな
るコンパレータ)：BOピンの��が3.0 Vを89り
､ただし5.0 VよりもDいときにアクティブになり
ます。

• TSD(rsシャットダウン)：�®はダイrsが
150°CをHえるとアクティブになり、120℃で4'
されます。

これらのイベントはいずれも、コントローラにと
ってõじERをもたらし、DRVパルスが©ªしま
す。8fの	�が\り'かれると、ソフトスタート
がアクティブになり､コントローラはK� されま
す。ただし、フォールト・タイマがまだアクティブ
であるため、スイッチングが©ªしている7にタイ
ムアウトが� するP��があります。そのT�、
コントローラは""モードに��するため、ghに
K� することはありません。

• l0!なラッチ()�*+によってアクティブに
なるコンパレータ)：BOピンの��が5.0 Vを89
ったときにアクティブになります。

このコンパレータがアクティブになると、DRVパ
ルスは©ªされ、DSSはbアクティブになります
(� ���のみは、VCCがVCCLATCHにUするごと
にターンオンされて、VCCを5.0 V〜12 Vにhlしま
す)。VCCの��が4.0 VをE9るまで、すなわち�
�が°��から\り)されるまで、コントローラは
この	�を"ちます。(�® !では、HVピンに�
�が·¸されるとFGにVCCは5.0 Vを89り、®に
この��をhlします。)

Soft−Skipモード
ソフト・リップル・モードは、D��	� (スタン
バイ)においてノイズのない?Qiな !を"す
るために、スキップ・コンパレータにoきなヒステ
リシスをlたせたスキップ・モードです。0�の�
AポイントがVCSrippleIN = 100 mV(�o�Aポイント
の20%にÙÚ)にUすると、
>パルスは©ªされま
す。FBループがより÷くの�>を�Üすると、0�
の�Aポイントは8ïします。�Aポイントが

http://www.onsemi.jp/
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VCSrippleOUT = 130 mV(�o�Aポイントの25%にÙ
Ú)にUすると､
>はスイッチングをK�します。
Soft−Skipは、©ªÒ7に0く !のたびに、アクテ
ィブになります。jkなタイミングùについては、
Figure 5を¦Mしてください。

HV��<
NCP1337は、*i��なしでの !をP�にする
ために、DSSをb�しています。ただし、VCCピン
に./が� したT�のú&を�ªするため、VCC
の��が1.5 VをE9るとHV���からx3される
��は��します。

DRVピンで�Kされる��がDSSの�>を89っ
たT�(QgがoきいMOSFETまたは&[h)、VCCが

VCCMINにUするとHV���はオンになりますが、
VCCピンの��はDEを0けます。ûにDRVパルス
を©ªさせるUVLOスレッショルドがÈÉしないT
�、ゲート��が$sにDEしてMOSFETをlüす
るýmが?まります。NCP1337は、9.0 Vのスレッシ
ョルドをlつ`¸のコンパレータをb�していま
す。VCCがこのスレッショルドのレベルにUする
と、HV���がオンになる��、DRVパルスは©
ªし、""モードがアクティブになります。

VCCピンに·¸P�な�odV/dtは9.0 V/msです。
nþな��コンデンサを=�することで､�odV/dt
を89らないようにします。

ブラウンアウト

ブラウンアウト""コンパレータには、500 mVの
òAリファレンス��があります。コンパレータが
アクティブになった(すなわち±>��VINが� レ
ベルを89っている)T�、10 �Aの0����がア
クティブになり、)�の²³´µ9#のEÇの²³
に·¸される��にオフセットを ¬します。この
ER、ブラウンアウト""に���のヒステリシス
が�Aされます。²³´µ9#とBOピンの7に2
¾²³を`¸することで、ヒステリシスの�`(Ó
¸)がP�です。
また、BOピンはこの�に�の2つのコンパレータ
をb�しています。3.0 Vでþり�わる1つ_のコン
パレータは、DRVパルスを©ªさせます。��、
5.0 Vでþり�わる2つ_のコンパレータは、コント
ローラをl0!にラッチオフします(ラッチオフを
4'するには、VCCをÀ5!に4.0 VよりもDくしま
す)。

BOピンの0�の19を、Figure 8に\します。

+

-
+

5 V

Permanent Latch

+

-

+
3 V

Enable

Vdd

10 �A current source activated
when VBOK is high

+

-
+

500 mV

BOK

BORhyst

Vin

3.3 meg

11 k

Figure 8. Internal Implementation of BO Pin

Soft−Skip is a trademark of of Semiconductor Components Industries, LLC dba “onsemi” or its affiliates and/or subsidiaries in the United
States and/or other countries.
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NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER

ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A AND B ARE DATUMS AND T

IS A DATUM SURFACE.
4. DIMENSION A AND B DO NOT INCLUDE

MOLD PROTRUSION.
5. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)

PER SIDE.

S

DH

C

SCALE 1:1

DIM
A

MIN MAX MIN MAX
INCHES

4.80 5.00 0.189 0.197

MILLIMETERS

B 3.80 4.00 0.150 0.157
C 1.35 1.75 0.053 0.069
D 0.33 0.51 0.013 0.020
G 1.27 BSC 0.050 BSC
H 0.10 0.25 0.004 0.010
J 0.19 0.25 0.007 0.010
K 0.40 1.27 0.016 0.050
M 0  8  0  8  
N 0.25 0.50 0.010 0.020
S 5.80 6.20 0.228 0.244
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*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the onsemi Soldering and Mounting
Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
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or may not be present. Some products may
not follow the Generic Marking.
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STYLE 4:
PIN 1. ANODE

2. ANODE
3. ANODE
4. ANODE
5. ANODE
6. ANODE
7. NOT USED
8. COMMON CATHODE

STYLE 1:
PIN 1. EMITTER

2. COLLECTOR
3. COLLECTOR
4. EMITTER
5. EMITTER
6.
7. NOT USED
8. EMITTER

STYLE 2:
PIN 1. COLLECTOR, DIE, #1

2. COLLECTOR, #1
3. COLLECTOR, #2
4. COLLECTOR, #2
5. BASE, #2
6. EMITTER, #2
7. NOT USED
8. EMITTER, #1

STYLE 3:
PIN 1. DRAIN, DIE #1

2. DRAIN, #1
3. DRAIN, #2
4. DRAIN, #2
5. GATE, #2
6. SOURCE, #2
7. NOT USED
8. SOURCE, #1

STYLE 6:
PIN 1. SOURCE

2. DRAIN
3. DRAIN
4. SOURCE
5. SOURCE
6.
7. NOT USED
8. SOURCE

STYLE 5:
PIN 1. DRAIN

2. DRAIN
3. DRAIN
4. DRAIN
5.
6.
7. NOT USED
8. SOURCE

STYLE 7:
PIN 1. INPUT

2. EXTERNAL  BYPASS
3. THIRD STAGE SOURCE
4. GROUND
5. DRAIN
6. GATE 3
7. NOT USED
8. FIRST STAGE Vd

STYLE 8:
PIN 1. COLLECTOR (DIE 1)

2. BASE (DIE 1)
3. BASE (DIE 2)
4. COLLECTOR (DIE 2)
5. COLLECTOR (DIE 2)
6. EMITTER (DIE 2)
7. NOT USED
8. COLLECTOR (DIE 1)

STYLE 9:
PIN 1. EMITTER (COMMON)

2. COLLECTOR (DIE 1)
3. COLLECTOR (DIE 2)
4. EMITTER (COMMON)
5. EMITTER (COMMON)
6. BASE (DIE 2)
7. NOT USED
8. EMITTER (COMMON)

STYLE 10:
PIN 1. GROUND

2. BIAS 1
3. OUTPUT
4. GROUND
5. GROUND
6. BIAS 2
7. NOT USED
8. GROUND

STYLE 11:
PIN 1. SOURCE (DIE 1)

2. GATE (DIE 1)
3. SOURCE (DIE 2)
4. GATE (DIE 2)
5. DRAIN (DIE 2)
6. DRAIN (DIE 2)
7. NOT USED
8. DRAIN (DIE 1)
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